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	单位名称
	华天科技（宝鸡）有限公司

	所属行业
	制造业
	技术领域
	电子信息

	需求信息

	技术创新需求情况说明
	需求类别
	□技术研发（关键、核心技术）
■产品研发（产品升级、新产品研发）
□技术改造（设备、研发生产条件）
□技术配套（技术、产品等配套合作）

	
	需求
内容
	1.需求解决的技术问题
集成电路MCU封装引线框架LQFP80L～128L系列产品研发，解决细长、多引脚的冲压产品引脚共面性与引脚脚偏移技术难点；研发退火、贴带技术，攻关高端引线框架技术难题，填补国产高端引线框架LQFP80L以上贴带产品的在MCU市场的空白。
2.技术需求提出背景及技术应用领域
2.1从市场来看，中国是全球重要的汽车电子、光伏、消费电子、家电、安防及各类信息化产品的生产大国，引线框架市场规模相对较大。且随着中国数字经济的发展，大数据、人工智能、云计算等新兴产业所需的半导体产品及其封装材料引线框架将不断增长。
2.2美国对中国高技术企业的制裁及限制，加之新冠疫情之下全球供应链紊乱，使得半导体行业采用国产产品替代进口产品，积极推进引线框架的国产替代。但是我国企业在中高端领域的引线框架方面起步较晚，基础较为薄弱，不少中高端技术产品掌握在外企手中，外资企业占据着国内引线框架相对中高端的市场。中国引线框架行业高端产品供给不足，导致对外依赖度相对较高。
2.3中国物联网和新能源汽车行业等市场的快速增长，下游应用产品对MCU的需求将继续保持旺盛增长，中国MCU市场的增长速度也将继续领先全球。据前瞻产业研究院预计，2021-2026年，中国MCU市场规模将保持8%的速度增长，其中2021年约为365亿元，至2026年将达到513亿元。MCU芯片在封装市场多选用LQFP高脚位引脚框架进行封装。
3.技术难点
3.1冲切工艺：突破内引脚间距0.18mm冲切工艺。 
3.2退火工艺，释放材料、冲切工艺产生的内应力，保证LQFP高脚位引脚的脚高低。
3.3贴带工艺：内引脚上贴胶带固定引脚位置。
3.4表面处理工艺：LQFP细长引脚、高脚位产品引脚变形控制。
4.主要技术经济指标
年新增产能360KK，年新增销售收入9000万元，利润1350万元。

	
	现有
基础
	1.开展的工作
1.1  4项全新工艺技术研发，主要新工艺调研开发。
1.2  6款新产品的研发：LQFP80～128L引线框架技术评估，产品加工流程设计、失效模式分析。
2.所处阶段
新工艺仍在研发阶段。
3.投入资金和人才
总投资5000万元，截止2022年6月底，设备类固定资产已完成投资额共计3000万元。
4.仪器设备
引进、购置先进的生产设备、检测仪器、模具42台/套，主要有贴带成型机、贴带模具、退火炉、冲压模具、成型模具、坦克链、轮渡线、压板线、AOI检测机、拉力测试仪等。 


	产学研合作要求
	简要
描述
	暂无。

	
	合作
方式
	□技术转让      □技术入股      ■联合开发   
□委托研发      □委托团队、专家长期技术服务    
■共建新研发、生产实体






